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《芯片及系统的电源完整性建模与设计》是有关电源完整性设计和建模方面的一部丰富
而又生动的指南。书中通过真实的案例分析和可下载的软件实例，描述了当今高效电源
分配和噪声最小化的设计与建模的前沿技术。作者介绍了电源配送网络组成部件、分析
技术、测量技术及建模需求；详尽解释了电源／地平面建模，包括平面特性、集总模型
、基于分布电路的方案等；介绍了几种先进的时域仿真技术（例如宏模型），并讨论了
它们的优缺点；此外还展示了建模技术在多种高级案例中的应用，包括高速服务器、高
速差分信令、芯片封装分析、材料特性、嵌入去耦电容器和电磁带隙结构等。

《芯片及系统的电源完整性建模与设计》可作为研究电源完整性的电子工程师、系统设
计师、信号完整性工程师、材料工程师等技术专家及相关专业师生的参考资料；对于研
发高速系统分析软件的工程师，同样也会从书中受益。
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